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FISA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1 Institutia de invatamant superior Universitatea VALAHIA din Targoviste

1.2 Facultatea/Departamentul Inginerie Electrica, Electronica si Tehnologia Informatiei

1.3 Departamentul Electronica, Telecomunicatii si Inginerie Energetica

1.4 Domeniul de studii Inginerie Electronicd, Telecomunicatii si  Tehnologii
Informationale

1.5 Ciclul de studii Licenta

1.6 Programul de studii/Calificarea Electronica Aplicata

2. Date despre disciplind

2.1 Denumirea disciplinei Tehnici CAD Tn realizarea modulelor electronice

2.2 Titularul activitatilor de curs Conf. univ. dr. ing. Dan Constantin PUCHIANU

2.3 Titularul activitatilor de seminar/laborator Conf. univ. dr. ing. Dan Constantin PUCHIANU

2.4 Anul de studiu Il 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare C 2.'7 .Re.g'”.””' B D
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitatilor didactice)

3.1 Numar de ore pe

saptamana 4 |din care: 3.2 curs 2 |3.3 seminar/laborator 1S/1L
?Sr{\ilézg:\?gr?tre din planul de 56 |din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distributia fondului de timp Ore
Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notite 29
Documentare suplimentara in biblioteca, pe platformele electronice de specialitate si pe teren 14
Pregatire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri 20
Tutoriat 2
Examinari 4
Alte aCtiVItati «vveneeeeieii e -
3.7 Total ore studiu individual 69
3.8 Total ore pe semestru 125
3.9 Numarul de credite 5

4. Preconditii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Componente si circuite pasive, Dispozitive electronice, Circuite
electronice fundamentale, Modele SPICE 1

4.2 de competente

5. Conditii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfasurare a cursului Videoproiector, tabla inteligenta, tabla alba
5.2 de desfasurare a seminarului/laboratorului Software — Orcad Lite 16.6, EasyEDA, Altium Designer, Proteus
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6. Obiectivele disciplinei (reiesind din grila competentelor specifice acumulate)

6.1 Obiectivul general al disciplinei Dezvoltarea cunostintelor si aptitudinilor necesare proiectarii asistate de
calculator a modulelor electronice, prin utilizarea instrumentelor CAD, a
metodelor de optimizare si verificare a proiectelor PCB si a principiilor de
integrare a etapelor de conceptie, proiectare, fabricatie si asamblare, n
vederea realizarii unor solutii electronice functionale si adaptate
cerintelor tehnologice.

6.2 Obiectivele specifice - Cunoasterea fluxurilor de conceptie, proiectare si fabricatie a
modulelor electronice, a tehnologiilor de packaging si a principiilor
CAE—-CAD-CAM utilizate in industria electronica.

- Dezvoltarea aptitudinilor de realizare si optimizare a schemelor
electronice si proiectelor PCB, prin utilizarea componentelor reale si
virtuale, a bibliotecilor CAD si a metodelor de postprocesare.

- Tnsusirea metodelor de verificare a proiectelor electronice in raport cu
cerintele de fabricatie si asamblare, incluzdnd principiile DFM,
sistemele CAM si standardele aplicabile circuitelor imprimate.

- Dezvoltarea capacitatii de analiza si evaluare a constrangerilor
tehnologice si termice ale modulelor electronice, utilizdnd
instrumente CAD si metode de simulare pentru imbunatatirea
performantelor si fiabilitatii proiectelor.

7. Rezultatele invatarii

7.1 Cunostinte (Rezultatul asimilarii de informatii prin invatare. Cunostintele reprezintd ansamblul de fapte, principii,
teorii si practici legate de un anumit domeniu de muncé sau de studiu. Pot fi teoretice si/sau faptice)
- C1. Studentul/absolventul descrie si explica principiile, metodele si etapele proiectarii asistate de calculator
a modulelor electronice, incluzand fluxurile CAE—-CAD-CAM, tehnologiile de packaging, proiectarea
circuitelor imprimate, utilizarea componentelor si bibliotecilor CAD, metodele de postprocesare, cerintele
DFM, procesele de fabricatie si asamblare si principiile managementului termic al modulelor electronice.

7.2 Aptitudini (Capacitatea de a aplica cunostinte si de a utiliza know-how pentru a duce la indeplinire sarcini si a
rezolva probleme. Aptitudinile sunt descrise ca fiind cognitive (implicand utilizarea géndirii logice, intuitive si
creative) sau practice (implicdnd dexteritate manuala si utilizarea de metode, materiale, unelte si instrumente))

- Al. Studentul/absolventul utilizeaza metode si instrumente CAD pentru reprezentarea si verificarea
schemelor electronice, identificarea componentelor, conexiunilor si caracteristicilor acestora si evaluarea
conditiilor de functionare a modulelor electronice.

- A2. Studentul/absolventul proiecteazd, testeaza si evalueaza module electronice de complexitate redusa si
medie, realizdnd scheme electronice si configuratii PCB, verificand corectitudinea conexiunilor,
constrangerile tehnologice si conditiile de fabricatie si asamblare.

- A3. Studentul/absolventul proiecteaza si realizeaza documentatia CAD a modulelor electronice, utilizand
instrumente precum OrCAD, EasyEDA, Altium Designer sau Proteus, pentru dezvoltarea bibliotecilor de
componente, transferul schema—-PCB, amplasarea si rutarea componentelor, verificarea proiectului,
postprocesarea si pregatirea datelor pentru fabricatie.

7.3 Responsabilitate si autonomie (Capacitatea cursantului de a aplica in mod autonom si responsabil cunostintele si
aptitudinile sale)

- RA1l. Studentul/absolventul fisi asuma responsabilitatea pentru corectitudinea proiectelor CAD si
respectarea cerintelor tehnice si tehnologice, demonstreazd autonomie in organizarea etapelor de
proiectare si verificare si colaboreazd eficient in realizarea modulelor electronice, prezenténd clar si
argumentat solutiile adoptate, documentatia tehnica si rezultatele obtinute.

7.4 Arii de Invatare EUR-ACE

- Cl — Cunoastere si intelegere: cunoasterea principiilor de proiectare asistatd de calculator a modulelor
electronice, a fluxurilor CAE—-CAD—CAM, a tehnologiilor de realizare a circuitelor imprimate si a cerintelor
de fabricatie, asamblare si management termic.

- Al — Analiza inginereasca: analiza schemelor electronice si configuratiilor PCB, verificarea conexiunilor si
constrangerilor de proiectare, evaluarea cerintelor DFM si a conditiilor tehnologice si termice care
influenteaza functionarea si fiabilitatea modulelor electronice.

- Prl — Practica inginereasca: utilizarea instrumentelor CAD pentru dezvoltarea bibliotecilor de componente,
realizarea schemelor si proiectelor PCB, verificarea si postprocesarea proiectelor, generarea documentatiei
tehnice si pregatirea fisierelor necesare fabricatiei.

8. Continuturi

8.1 Curs Metode de predare Observatii
T.ehnologu. avansate in industria electronica. Fluxuri de conceptie, proiectare prelegerea, a
si productie

- prelegerea — dezbaterea,
Evolutii si tendinte in packaging-ul electronic explicatia, 4
Introducere in proiectarea profesionalda avansatd a modulelor electronice problematizarea, 4
PCB. Principii CAE-CAD-CAM de proiectare performanta. bra|n§tormlng-U|vy
Componente electronice reale si virtuale destinate dezvoltarii de module si reflectia personala, 4
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sisteme electronice. Optimizarea si postprocesarea proiectelor CAD din exercitiul,

electronica dezbaterea,
Interfatarea avansatd a tehnologiilor de proiectare, fabricatie si asamblare studiul de caz
din electronica. Optimizarea interfatarii prin metode DFM si sisteme CAM. . oo . 8
Standarde globale pentru fabricatia circuitelor imprimate Mijloace de invatamant
Elemente de management termic virtual si real al moduIeIorﬂ si produselor slide-uri PPT
electrcinlce moderne. Importanta managementului termic in electronica videoproiector 4
actuala laptop

simulari
Bibliografie

1. Puchianu D. - Matreiale didactice in format electronic pe intranet Valahia http://moodle.fie.valahia.ro/

2. Eugen St. Lakatos, Dan Ct. Puchianu, Proiectare in microelectronica, Ed. Valahia University Press, 2017

3. Eugen St. Lakatos, Dan Ct, Puchianu, Modelare si simulare in SPICE — Manual de laborator, Ed. Valahia University
Press, 2015

4. E. St. Lakatos, N. Olariu, D. Ct. Puchianu, Dispozitive si circuite electronice. Modelare si simulare, Ed. AGIR,
Bucuresti, 2010.

5. E. St. Lakatos, Dispozitive semiconductoare fundamentale, Ed. AGIR, Bucuresti, 2008.

6. Lakatos E. St., Puchianu D. C., Modelare si simulare in SPICE, Ed. Printech, Bucuresti, 2005.

7. D. Sachelarie, Bazele dispozitivelor semiconductoare, Ed. MatrixRom, Bucuresti, 2003.

8. L. Dobrescu, D.Dobrescu, "Rezolvarea si simularea in SPICE a circuitelor electronice ", Ed. Politehnica Press, ISBN
978-606-9608-26-5, 2022

9. Norocel Codreanu, Ciprian Ionescu, Mihaela Pantazica, Alina Marcu, "Tehnici CAD de realizare a modulelor
electronice", Editura Cavallioti-Editura Pim, Bucuresti-Iasi, 2017, 147 p., ISBN 978-606-551- 092-0, ISBN 978-
606-13-4164-1;

10. Ciprian lonescu, "Tehnici CAD de realizare a modulelor electronice", 274 p., 2013, ISBN 978-606-551- 042-5,
ISBN 978-606-13-1670-0, Editura Cavallioti, Bucuresti, Editura PIM Iasi, editurd recunoscuta CNCSIS, cod
CNCSIS 66.

11. Codreanu N. D., ,Metode avansate de investigatie a structurilor PCB”, Editura Cavallioti, Bucuresti, 263 p., 2009,
ISBN 978-973-7622-89-1;

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observatii
Seminar 14 h
Rezolvarea circuitelor cu diode problematizarea, 2
Calculul circuitelor cu tranzistoare (punct static de functionare, amplificare in| ~ reflectia personala, 4
current, amplificare in tensiune, rezistentd de intrare si rezistentd de iesire) exercitiul,

dezbaterea,

Calculul circuitelor cu tranzistoare cu efect de camp (punct static de

studiul de caz 4

functionare, amplificare in current, amplificare in tensiune, rezistenta de
intrare si rezistenta de iesire)

Calculul circuitelor cu tranzistoare MOS (punct static de functionare, 4
amplificare in current, amplificare in tensiune, rezistenta de intrare si
rezistenta de iesire)

Laborator 14 h
Dezvoltarea componentelor virtuale complexe destinate proiectelor CAD 2
Postprocesari SCM/SCH si metode de comunicatie intre blocuri de proiectare >
CAD

Proiectare avansat3 si postproces3ri PCB problematizarea, 2
Sisteme CAM si activitati de fabricatie virtuald reflezt)i(zrpé?tl;tsjcl)nala, 2
Metode CAD de investigatie “pre-layout” a circuitelor electronice sau dezbatereé, 5
fabricatia unui modul electronic cu componente SMD studiul de caz

Managementul termic virtual al modulelor electronice 2
Proiect de dezvoltare tehnologica a unui modul electronic de complexitate >

redusa pe baza unor specificatii si restrictii de proiectare

Bibliografie

1. Puchianu D. - Matreiale didactice in format electronic pe intranet Valahia http://moodle.fie.valahia.ro/

2. Eugen St. Lakatos, Dan Ct. Puchianu, Proiectare in microelectronicd, Ed. Valahia University Press, 2017

3. Eugen St. Lakatos, Dan Ct, Puchianu, Modelare si simulare in SPICE — Manual de laborator, Ed. Valahia University
Press, 2015

4. E. St. Lakatos, N. Olariu, D. Ct. Puchianu, Dispozitive si circuite electronice. Modelare si simulare, Ed. AGIR,
Bucuresti, 2010.

5. E. St. Lakatos, Dispozitive semiconductoare fundamentale, Ed. AGIR, Bucuresti, 2008.

6. Lakatos E. St., Puchianu D. C., Modelare si simulare in SPICE, Ed. Printech, Bucuresti, 2005.

7. D. Sachelarie, Bazele dispozitivelor semiconductoare, Ed. MatrixRom, Bucuresti, 2003.

8. L. Dobrescu, D.Dobrescu, "Rezolvarea si simularea in SPICE a circuitelor electronice ", Ed. Politehnica Press, ISBN
978-606-9608-26-5, 2022

9. Norocel Codreanu, Ciprian Ionescu, Mihaela Pantazica, Alina Marcu, "Tehnici CAD de realizare a modulelor
electronice", Editura Cavallioti-Editura Pim, Bucuresti-lasi, 2017, 147 p., ISBN 978-606-551- 092-0, ISBN 978-
606-13-4164-1;

10. Ciprian lonescu, "Tehnici CAD de realizare a modulelor electronice", 274 p., 2013, ISBN 978-606-551- 042-5,

ISBN 978-606-13-1670-0, Editura Cavallioti, Bucuresti, Editura PIM Iasi, editurd recunoscuta CNCSIS, cod
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CNCSIS 66.
11. Codreanu N. D., ,Metode avansate de investigatie a structurilor PCB”, Editura Cavallioti, Bucuresti, 263 p., 2009,
ISBN 978-973-7622-89-1;

9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu asteptarile reprezentantilor comunitatii
epistemice, asociatiilor profesionale si angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului

Continuturile disciplinei sunt corelate cu cerintele pregatirii ingineresti si cu practicile profesionale din industria
electronica, prin dezvoltarea cunostintelor si aptitudinilor privind proiectarea asistatéa de calculator a modulelor
electronice si integrarea etapelor de conceptie, proiectare, fabricatie si asamblare. Studiul fluxurilor CAE-CAD—CAM, al
tehnologiilor de packaging, al metodelor de proiectare si optimizare PCB, al principiilor DFM si al managementului
termic contribuie la formarea capacitdtii de realizare si evaluare a proiectelor electronice in raport cu cerintele
functionale si tehnologice. Activitatile de laborator, bazate pe utilizarea instrumentelor OrCAD, EasyEDA, Altium
Designer si Proteus, permit dezvoltarea bibliotecilor de componente, realizarea si verificarea schemelor si circuitelor
imprimate, postprocesarea proiectelor si pregatirea documentatiei pentru fabricatie. Aptitudinile dobandite sunt
relevante pentru activitdtile profesionale de proiectare PCB, dezvoltare de module electronice, verificare tehnologica si
pregatire pentru fabricatie, in concordanta cu cerintele mediului profesional.

10.Evaluare

10.2 Metode de 10.3 Pondere din

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare N
evaluare nota finala

Cunoasterea principiilor CAE-CAD—CAM, a
tehnologiilor de packaging si proiectare PCB, a
metodelor de optimizare si postprocesare si a
cerintelor de fabricatie si asamblare. (C1)

10.4 Curs Corectitudinea explicatiilor privind fluxurile de
proiectare, selectarea componentelor, verificarea
schemelor si configuratiilor PCB, cerintele DFM si Examen scris 40%
managementul termic al modulelor electronice. (C1,
A1-A2)
Corectitudinea realizarii schemelor si proiectelor
PCB, dezvoltarii componentelor virtuale, verificarii
conexiunilor, utilizarii instrumentelor CAD si
elaborarii documentatiei tehnice. (A1-A3, RA1)

Capacitatea de realizare si verificare a unui proiect
CAD pentru un modul electronic de complexitate

redusa, justificarea solutiilor adoptate si pregatirea
documentatiei pentru fabricatie. (C1, A2—A3, RA1)

10.6 Standard minim de performanta

- Identificarea si explicarea principalelor etape ale fluxului CAE-CAD—CAM si a cerintelor de proiectare si fabricatie a
circuitelor imprimate. (C1)

- Realizarea unei scheme electronice simple intr-un mediu CAD, cu selectarea componentelor si verificarea
conexiunilor. (A1, A3)

- Realizarea unei configuratii PCB de complexitate redusa, cu amplasarea componentelor, rutarea conexiunilor si
respectarea regulilor elementare de proiectare. (A2—A3)

- Verificarea unui proiect PCB prin identificarea erorilor de conectare si a incalcarilor regulilor de proiectare, utilizdnd
instrumentele disponibile in mediul CAD. (A1-A3)

- Generarea documentatiei tehnice si a fisierelor de fabricatie pentru un modul electronic de complexitate redusa.
(A3)

- Elaborarea si prezentarea unui referat sau proiect de laborator care sa includa schema electronica, configuratia
PCB, verificarile efectuate si concluziile privind realizarea modulului, cu respectarea cerintelor tehnice si a
responsabilitatilor asumate. (A2—A3, RA1)

Raspusuri la
intrebarile din 10%
clasa

Referate laborator 30%
10.5 Seminar/laborator

Colocviu laborator 20%

Pentru promovarea disciplinei, studentul trebuie sa obtinda minimum 50% din punctajul total cumulat, minimum
50% din punctajul aferent examenului scris si sa promoveze activitatea de laborator.
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Fisa disciplinei corespunde planului de invatamant care se aplica pentru anul I incepand
cu anul universitar 2024-2025, fiind valabila pentru anul universitar 2026-2027.

Data completarii Semnatura titularului de curs Semnatura titularului de laborator
10.09.2026 Conf. univ. dr. ing. Dan-Constantin Conf. univ. dr. ing. Dan Constantin
PUCHIANU PUCHIANU

Data avizarii in
departament
23.09.2026

Director de departament
Conf. univ. dr. ing. Dan Constantin PUCHIANU

Data avizarii in
Consiliul Facultatii
24.09.2026

Decan
Conf. univ. dr. ing. Nicoleta ANGELESCU
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